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① 超音波接合強度の予測方法
 最適条件出しを行うのに、膨大な量の実験データ収集が必要で、コスト（部材費、工数）がかかってしまう・・・

接合条件因子である、超音波振幅、荷重、温度の3つのパラメータを最適化するのは非常に大変・・・

◆特⾧
圧縮変形モデルに基づく理論計算式から、接合強度を予測できます
膨大なパラメータ組み合わせの実験データ取得を行う必要が無く、
効率良く最適条件を導けます

温度と超音波振幅条件をそれぞれ変えた時の荷重に対する
圧縮変形面積の実験データを一度取得するだけでOK!
接合後高さhを設定すれば必要荷重F、接合面積Sが推定できます
接合面積Sが分かれば接合強度fが推定できます

少ない実験データの収集で接合強度予測が簡単にできます!
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◆用途
 半導体チップの金/金超音波フリップチップ

ボンディング
 金属導電粒子を用いた基板同士の超音波接合
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解決

◆コア技術 圧縮変形理論計算式
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